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重量 比例

尺寸
标注 最小(mm） 最大(mm）

A
A1
A2
A3
B
B1
C
C1
C2
C3

17.90

10.206
7.40

2.18
0.938

0.03

18.10

0.542TYP

10.406
7.60

2.28
1.038

0.17

    SOP28 

  封装产品图

镀 涂

尺寸
标注 最小(mm） 最大(mm）

C4
D
D1
D2
R1
R2
θ1
θ2
θ3

0.244

0.60
0.18TYP
0.30TYP
0.20TYP
12°TYP4

0.264

1.00

12°TYP4
0°～ 8°

R2

R1

D2
D1

D

C4

C3

C2
C1

C

A2A3 A1

∅1.2±0.1

球形标记

BB1

θ
1

θ
2

A

0.356 0.456 1.353 1.453
1.17 1.37

∅3*0.1±0.05

  反面平底

0.938 1.038

θ3

未注尺寸公差
×-------------±0.5

×.×-----------±0.1

×.××----------±0.01

×.×××---------±0.005


